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AAS 12

Analog Acquisition System, A/D 12 Bit

MANUALE UTENTE

La scheda AAS 12 e una struttura di conversione A/D del tipo storage, nel

formato standard Europa da 100x160 mm. Essa opera direttamente sul Bu

industriale Abaco® e quindi puo essere comandata da una delle numeros

schede di CPU o GPC® presenti su tale BUS.

La AAS 12 puo essere vista a tutti gli effetti come un oscilloscopio digitale

storage con una memoria di 64 K conversioni ed una risoluzione verticale di 12

bit. La programmabilita delle funzioni quali la velocita, il numero delle

conversioni e la sorgente del trigger la rendono un sofisticato strumento di

indagine per congelare eventi analogici anche molto veloci.

- Interfacciamento con il BUS Industriale Abaco®

- 1 linea di A/D converter a 12 Bit; |8 di tempo di conversione

- Range del segnale in ingresso selezionabile tra: +10/-10; 0/+10V; 0/+5V
oppure 4-20 mA

- Amplificatore Programmabile d'ingresso con rappporto: x1; x100; x200; X500

- Tempo di campionamento programmabile via software con incrementi di
250 ns, da un minimo dijts ad un massimo di 16,384 ms. Questo significa
che alla massima velocita di conversione si possono memorizzare 320 ms @
un evento con una risoluzione di®, oppure superare i 17 minuti di
registrazione adoperando il massimo tempo di campionamento

- Il numero di conversioni € programmabile e va da uno fino ad un massimo di
65536 (RAM di bordo da 128 K)

- Selezione del trigger interno, esterno oppure sullo stesso segnale d'ingresg
programmabile via software

- Modalita di funzionamento Master/Slave in un sistema di piu schede

- Sample/Hold con tempo di sample di i

- Possibilita di gestione in interrupt tramite Bus

- Mappaggio in 1/0 tramite Dip Switch in modalita estesa 0 normale
8 byte consecutivi occupati in indirizzamento

- Unica tensione di alimentazione: 5 V; 900 mA

Via dell' Artigiano, 8/6

rlfo ® 40016 San Giorgio di Piano Z
g (Bologna) ITALY o
ITALIAN TECHNOLOGY — E-maiil: gr|f0@gr|f0|t
http://www.grifo.it http://www.grifo.com
Tel. +39 051 892.052 (r.a.) FAX: +39 051 893.66}1

AAS 12 Rel. 2.00 Edizione 20 Marzo 1992

D

0

Fabaco—eS, GPC®, grifo ®, sono marchi registrati della ditta grifo ©




Vincoli sulla documentazione grifo ©® Tutti i Diritti Riservati

Nessuna parte del presente manuale puo essere riprodotta, trasmessa, trascritta
rizzata in un archivio o tradotta in altre lingue, con qualunque forma o mezzo, sia
elettronico, meccanico, magnetico ottico, chimico, manuale, senza il permesso S
dellagrifo ©.

memo-
€esso
critto

IMPORTANTE

Tutte le informazioni contenute sul presente manuale sono state accuratamente
cate, ciononostantgrifo ® non si assume nessuna responsabilita per danni, dire

verifi-
[ti O

indiretti, a cose e/o persone derivanti da errori, omissioni o dall'uso del presente manhuale,

del software o dell' hardware ad esso associato.

grifo ® altresi si riserva il diritto di modificare il contenuto e la veste di questo maniiale

senza alcun preawviso, con I' intento di offrire un prodotto sempre migliore, senz
questo rappresenti un obbligo perifo ©.

Per le informazioni specifiche dei componenti utilizzati sui nostri prodotti, l'utente d
fare riferimento agli specifici Data Book delle case costruttrici o delle seconde sorg

b che

eve
enti.

LEGENDA SIMBOLI

Nel presente manuale possono comparire i seguenti simboli:

A Attenzione: Pericolo generico
A Attenzione: Pericolo di alta tensione

A Attenzione: Dispositivo sensibile alle cariche elettrostatiche

A\

MARCHI REGISTRATI

[feboco—eF GPCP®, grifo © : sono marchi registrati deltgifo ©.
Altre marche o nomi di prodotti sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
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INTRODUZIONE

L’'uso di questi dispositivi e rivoltoIN VIA ESCLUSIVA - a personale specializzato.
Questo prodotto non € womponente di sicurezzaosi come definito dalla diretti@8-37/CE

° ATTENTION .
ESD PROTECTED AREA

OBSERVE
PRECAUTIONS FOR
HANDLING
ELECTROSTATIC
DISCHARGE
SENSITIVE DEVICES
& g

| pin della scheda non sono dotati di protezione contro le cariche elettrostatiche. Visto che esiste un
collegamento diretto tra numerosi pin della scheda ed i rispettivi pin dei componenti di bordo e che
quest'ultimi sono sensibili aifenomeni ESD, il personale che maneggiala scheda e invitato a prendere
tutte le precauzioni necessarie per evitare i possibili danni che potrebbero derivare dalle cariche
elettorostatiche.

Scopo di questo manuale € la trasmissione delle informazioni necessarie all’'uso competente e sicuro
dei prodotti. Esse sono il frutto di un’elaborazione continua e sistematica di dati e prove tecniche
registrate e validate dal Costruttore, in attuazione alle procedure interne di sicurezza e qualita
dell'informazione.

| dati di seguito riportati sono destinaltN-VIA ESCLUSIVA - ad un utenza specializzata, in grado
diinteragire coni prodotti in condizioni di sicurezza per le persone, per la macchina e per I'ambiente,
interpretando un’elementare diagnostica dei guasti e delle condizioni di funzionamento anomale e
compiendo semplici operazioni di verifica funzionale, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e
salute vigenti.

Le informazioni riguardanti installazione, montaggio, smontaggio, manutenzione, aggiustaggio,
riparazione ed installazione di eventuali accessori, dispositivi ed attrezzature, sono destinate - e
quindi eseguibili - sempre ed in via esclusiva da personale specializzato avvertito ed istruito, o
direttamente dallASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATA, nel pieno rispetto delle
raccomandazioni trasmesse dal costruttore e delle norme di sicurezza e salute vigenti.

| dispositivi non possono essere utilizzati all'aperto. Si deve sempre provvedere ad inserire i moduli
all'interno di un contenitore a norme di sicurezza che rispetti le vigenti normative. La protezione di
guesto contenitore non si deve limitare ai soli agenti atmosferici, bensi anche a quelli meccanici,
elettrici, magnetici, ecc.
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Per un corretto rapporto coi prodotti, € necessario garantire leggibilita e conservazione del manuale,
anche per futuri riferimenti. In caso di deterioramento o piu semplicemente per ragioni di
approfondimento tecnico ed operativo, consultare direttamente I'Assistenza Tecnica autorizzata.

Al fine di non incontrare problemi nell’'uso di tali dispositivi, € conveniente che l'utente - PRIMA

DI COMINCIARE AD OPERARE - legga con attenzione tutte le informazioni contenute in questo
manuale. In una seconda fase, per rintracciare piu facilmente le informazioni necessarie, si puo fare
riferimento all'indice generale e all'indice analitico, posti rispettivamente all’inizio ed alla fine del
manuale.

Page 2 & (AAS12  Rel.2.00)
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1. | NTRODUZI ONE

Quest o manual e fornisce tutte I|le informazioni hardware e
software per consentire all’ utente il maglior wutilizzo della
scheda AAS 12.

2. CARATTERI STI CHE GENERALI DELLA SCHEDA

La scheda AAS 12 (Anal og Acquisition System A/D 12 bit) e una
potente periferica provvista di 1 linea di conversione anal ogi ca
digitale.

Il formato della scheda e' quello wunificato standard EUROPA da
100 X 160 nm

Le principali caratteristiche della scheda sono |e seguenti:

- 1 linea di conversione da 12 bit;

- I ngresso differenziale in tensione o in corrente;

- Tenpo di conversione pari a 3 ysec;

- 2 segnal azi oni vi sive;

- Connessi oni con il nondo esterno tramte connettori
normal i zzati del tipo A/D Abaco(R) e tramte connettori
professionali di tipo UHF m niatura,;

- Menoria locale per i risultati delle conversioni per una
profondita’ massinma di 128 KByte;

- Circuiteria di trigger per sincronizzare |l e conversioni anche
con un segnal e esterno;

Il tutto puo’ essere conpdanente gestito da software, tramte
| "interfaccia al BUS ABACO(R) di cui |a scheda e’ provvista.

Il sistema coincide con una macchina a stadi in cui |a sucessione
degli eventi e‘ gestita autonomanente dalla stessa scheda.

In questo nodo |a AAS 12 e' in grado di catturare anche fenoneni
nolto veloci pur operando con |inguaggi tipicanente conodi nma
lenti, quali gli interpreti BASIC, senza dover scrivere delle
apposite procedure in |inguaggi o macchi na.

(AAS12 Rel.2.00]) & Page 3
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Infatti |la scheda di CPU o GPC che | a comanda si deve linmtare a

programmare | a scheda con gli appositi parametri, che specificano
il ti po di funzionanento, e a conversioni ultimte, andare a
| eggere i risultati di queste nella nenoria |ocale della scheda.
La AAS 12 puo’ essere vista a tutti gli effetti conme un

oscilloscopio digitale storage con una nenoria di 64K conversion
ed una risoluzione verticale di 12 bit.

La programmabilita’ delle funzioni quali la velocita' ed il nunero
del |l e conversioni e |asorgente del trigger la rendono un preciso
e sofisticato strunento di indagine.

2.1. Sezione Anal ogi ca.

La scheda AAS 12 e’ dotata di una sofisticata sezione anal ogica
a cui e affidato il condizionanento del segnale d ingresso e |a
sua conversione. In particolare questa sezione e' caratterizzata
da:

- Amplificatore d’ingresso programmbile con rapporto di x10;
x100; x200; x500;

- Sel ezione hardware del range di variazione della tensione
d i ngresso che puo‘ essere settato in +10/-10; 0/+10; 0/ +5;

- Sanmpl e/ Hold sul segnale d'ingresso con tenpo di sanple di

1,5 ysec.;
- Al D Converter da 12 bit con tenpo di conversione di 3 ysec. che
sfrutta il principio delle approssi mazioni sucessive (SAR);

2.2. Dispositivo di d ock.

La scheda AAS 12 e' provvista di 1 segnale di clock su cui sono
basate tutte | e regol anentazi oni tenporali della macchina a stati
della scheda.

La frequenza di | avoro della scheda e ottenuta a partire da un
oscillatore da 16 MHz che opportunanente diviso puo’ fornire alla
| ogi ca della scheda una frequenza di 4 o 2 Mhz a seconda della
posi zi one di un apposito junpers.

Page 4 & (AAS12  Rel.2.00)
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2.3. Sezione di Controll o.

Con sezione di controllo s’intende la circuiteria della AAS 12
che regolanenta automaticanente |a sucessione dei vari stati
del | a scheda.

Questa sezione e‘ conpletanente realizzata tramte |ogiche

conbinatorie programmabili (PAL) e, basandosi sui paranetri
di programmazione e sullo stato dei segnali d'interfaccia,
provvede a generare tutti i segnali che governano |’ operazione di
conversione. Questa operazione e' del tutto indipendente dalla
CPU di controllo che quindi, durante il tenpo di conversione, puo

effettuare altre operazioni.

Questa sezione di controllo provvede direttanente a gestire tutti
I conponenti della sezione analogica, |a sezione di sal vataggio
dati e I|a sezione dinterfaccia al BUS Industriale Abaco(R)

In fase di programmazi one della scheda devono essere inpostat
al cuni paranetri che vengono gestiti direttanente da questa sezi one:

- Tenpo di canpi onanento programmuabile via software con
i ncrementi di 250 nsec, da un mnino di 5ysec. fino ad un
massi no di 16, 384 nsec.;

- Nunmero di conversioni programmabile da un mnino di 1 fino
ad un massino di 65535;

- Ti po di funzionanmento della scheda (nmaster o sl ave);

- Sel ezi one del trigger da utilizzare;

Tramite i prim due paranetri si stabilisce indirettanente i
tenpo di acqui si zione del segnale d ingresso che variera® quindi
da un mnino di 5 ysec (pari ad una conversione con tenpo d
canpi onanento di 5 ysec) ad un massino di circa 17 mnuti (pari a
65535 conversioni con tenpo di canpi onanento di 16, 384 nsec.).
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2.4. Sezione di Salvataggio Dati.

Fa parte della sezione di salvataggio dati un’ apposita

circuiteria in cui vengono nenorizzati i risultati delle
conver si oni | mpost at e.

Il numero massino di conversioni menorizzabili puo' variare
a seconda del tipodi configurazionedella scheda fino ad un massi no
di 65535; tali dati vengono salvati direttanmente dalla sezione

di controllo e possono essereriletti dalla CPUanche per piu‘ volte.

2.5. Sezione di Interfaccia al
BUS | ndustrial e ABACO R).

In questa sezione viene gestito il colloquio tra la sezione di
controllo e l|a scheda di comando (CPU o GPC); in particolare
tutti i dati di programmazione e tutti i risultati delle
conversioni passano attraverso questa sezione, che inoltre

provvede a:

- Gestire il mappaggio della schedainl/Otramte conodi dip
switch in nodalita’ estesa o nornal e;

- Gestire |l a generazione di interrupt su Bus;

Page 6 & (AAS12  Rel.2.00)
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2.6. Trigger.

La scheda AAS 12 e provvista di una circuiteria progranmbile
via software con cui si puo’ selezionare il tipo di trigger.

Tra questi:

- Trigger software interno: e generato dalla sezionedi
controllo in corrispondenza della programmazi one software della
st essa,;

- Trigger hardware interno: e‘ generato dalla sezione anal ogica
in corrispondenza della variazione del segnale d'ingresso in
rel azione ad un set tarabile tramte apposito tri mrer;

- Trigger hardware esterno: deve essere generato da una
circuiteria esterna;

- Qgni tipo di trigger puo' inoltre essere programmato a livello
di fronte di attivazione, ovvero si puo‘ stabilire se i
trigger si attiva in corrispondenza del fronte di salita o d

di scesa.
Da notare conunque che in ogni caso | attivazione del trigger
provoca |’iniziodelleconversioni precedentenente programmate

via sof t war e.

Piu* schede AAS 12 possono essere collegate in parallelo: in
guesto nmodo si programma via software una delle schede cone
master e |l e rimnenti cone sl ave.

Il trigger, di conseguenza, ha effetto solo sulla scheda nmaster
e tutte |le rimanenti slave saranno autonmati canente comandate da
quest’ ul ti ma.

(AAS12 Rel.2.00]) & Page 7
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3. SPECI FI CHE TECNI CHE DELLA SCHEDA

3.1. Caratteristiche Generali.

Ti po di BUS ABACQO( R)

N.ro di linee di 1/0O 1 I nput anal ogico
1 Input di trigger esterno
1 Input di sincronisno esterno

N.ro Byte indirizzanmento 256 in nodalita’ normale
8192 in nodalita’ estesa

N.ro Byte occupati 8

Menoria indirizzabile UW9: RAM

da 32K x 8 fino a 128K x 8 Convertitore di bordo MAX 162

Tenmpo di conversi one 3 ysec.

Numer o di conver si oni programmabile da 1 a 65535

Tenpo di canpi onanento programmuabile da 5 ys a
16, 384 ns con steps di 250 ns

Range d'ingresso settabile in: -10/+10; 0/+10; 0/+5

3.2. Caratteristiche Fisiche.

D mensi oni Format o Si ngol a EUROPA: 100 X 160 mm
Peso 1 85 ¢
Connettori BUS 64 pin DN 41612 Corpo C

CN2, CN3: 10 vie scatolino 90 gradi
CNL, CN4: UHF m ni atura
Range di tenperatura da 10 a 40 gradi Centi gradi
Urnidita' relativa 20% fino a 90% (senza condensa)

3.3. Caratteristiche Elettriche.

Tensi one di alinentazione +5 Vdc
Corrente assorbita 900 mA

Page 8 & (AAS12  Rel.2.00)
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4. | NSTALLAZ| ONE DELLA SCHEDA

4.1. | ntroduzi one.

In questo capitolo sono illustrate tutte I|e operazioni da
conpiere per il corretto funzionanento della scheda.

A questo scopo viene riportata |’ ubicazione e |la funzione degl
strip, dei connettori, dei |led, dei trimrer e dei test point presenti
sulla AAS 12.

4.2. Connessioni con il Mndo Esterno.
Viene di seqguito riportato il pin out dei cinque connettori
presenti sulla scheda AAS 12; per quanto riguarda |a disposizione
di tali connettori si facciariferinento alla fig. 4.2 di

pag. 10.

4.2.1. CN1 - Connettore per Segnale Positivo

Il connettore OCN1 e' un connettore UHF mniatura a cui puo’
essere collegato il segnale positivo dell’ingresso differenziale.
Tale <connettore e' da utilizzarsi al posto del CN2 nel caso si
operi in un anbiente runoroso e su |lunghe distanze.

Del connettore il contatto centrale e* collegato all’ingresso
positivo, nentre |la carcassa esterna e’ collegata alla nassa
del | a scheda.

4.2.2. CN4 - Connettore per Segnal e Negativo

Il connettore CN4 e' un connettore UHF mniatura a cui puo’
essere collegato il segnale negativo dell’ingresso differenziale.

Tale connettore e' da utilizzarsi al posto del CN2 nel caso si
operi in un anbiente runoroso e su |lunghe distanze.

Del connettore il contatto centrale e* collegato all’ingresso
negativo, nmentre |a carcassa esterna e‘ <collegata alla massa
del | a scheda.

Page 10 & (AAS12  Rel.2.00)
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LEGENDA:

Viene di seguito riportata la corrispondenza tra i segnali
descritti nella precedenta tabella ed il loro significato.
CPUAS8BIT

AO- A15= Address Bus - Bus degli indirizzi ;

DO- D7= Data Bus - Bus dei dati ;

I NT= Interrupt request - Richiesta di interruzione ;

NM = Non Mascherable Interrupt - Richiesta di interruzione non
mascher abi | e;

HALT= Halt State - Stato di Halt ;

MREQ= Menory Request - Richiesta di nenoria ;

| ORQ= | nput/Qut put Request - Richiesta di [|nput/Qutput ;

RD= Read Cycle Status - Richiesta di lettura ;

WR= Wite Cycle Status - Richiesta di scrittura ;

BUSAK= BUS Aknow edge - Ri conosci nento del Bus ;

VWAI T= Wit - Attesa ;

BUSRQ= Bus Request - Richiesta del Bus ;

RESET= Azzeranento ;

ML= Machi ne Cycle One - Prinp G clo Macchina ;

RFSH= Refresh - Rinfresco ;

MEMDI S= Menory Display - Viene enesso dal dispositivo periferico

che si sta mappando nell’ area di nenoria ;
VDUSEL= VDU Selection - Abilita il dispositivo periferico ad
ad essere mappato nell’ area di nenoria ;
|EI FIO 02,03= Abilitazione interrupt FIO 02 , 03 CLK= O ock di
si stema

R T.= Tasto di Reset

CPU A 16 BIT

AO- A21= Address Bus - Bus degli indirizzi

DO- D15= Data Bus - Bus dei Dati

RD UDS= Read Upper Data Strobe - Lettura del byte superiore
bus dati ;

WR UDS= Wite Upper Data Strobe - Scrittura del byte
superiore bus dati ;

| ACK= Interrrupt Acknow edge - Riconoscinento della richiesta di

Interrupt da parte della CPU ;

RD LDS= Read Lower Data Strobe - Lettura del byte inferiore
bus dati ;

WR LDS= Wite Lower Data Strobe - Scrittura del byte
inferiore bus dati ;

Page 12 & (AAS12  Rel.2.00)




ITALIAN TECHNOLOGY grifo ® —— [-—0-'.‘)-0-(—0—0—-@] [l‘lUl]

grifo® (bus)(-abaco—e”) ARS—-12

HMADE IN ITALY 070290 CNA
[EFa5 ] e
c w c L
- n = c c
1] E o n g n ﬁ na
(= r W F-9
rn a
= P a |
h"; n [ M n n n
(EFE) . o RR3 [ EFsz [ ) [GFse ] [EF=e
" m 3 38
i ]
|| c a
- Sl sl H IS
m | L L | | o
&R 2
L4 l.-: i c c
e 3+ m 11 bury [y
& M g s L | \1 m
)
”:lu'l o I n
r 1Y
o c L CFZ28 F29 CF30
= s M1 Is
Hlel B/ |*| B 5
! m m
N 3 t ¥
= “l | o .
o T CDos| | .
g “ o e || N
v B3z &
@ o —|_|n_|
)
c
i —— A r
= n & n! erea ]
=L T o w e
[+
% n 93 n AslLn PL-IS@
L B — W oy cAt
J1 L Ja n
= | = o (] C
[ Y| i tH = na
0 o a_a aT m
m T F2 P3 P4
I L1 L1 - £ =]
PR < | |°
0O F ol | e
| | -]

jy DOV
)

RE — Ri2 |—
I' ‘ :I D CN2 CN3 '

Fig. 4-2: D sposizione Connettori, LEDs, Dip Switch
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4.2.4. CN2 - Connettore per Ingresso Anal ogico
Il connettore CN2 e‘ conposto da un insiene di 10 pin, con cui €'
possi bil e collegare i 2 segnali del | i ngresso anal ogi co

differenziale alla sezione anal ogi ca della scheda.

connettore

Ri portianmo di seguito |a corrispondenza tra i pin de
ed i segnali collegatevi.
S N +
I I
AN_| N+ ] 1 2 | .. G\D
I I
AN_| N | 3 O G\D
I I
NC....... | 5 6 | _........ NC
I I
NC....... |7 8 | .. ..., NC
I I
NC....... | 9 10 | _.oooonn s NC | |
S N +
Fig. 4-3: Connettore CN2 - Ingresso Anal ogico
LEGENDA:
G\D = - Segnal e di nmassa della scheda.
AN_| N+= | - Segnal e positivo dell’ingresso differenziale
AN I N-= | - Segnal e negativo dell’ingresso differenziale
NC = - Non Col | egat o.
Page 14 & (AAs12
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4.2.5. CN3 - Connettore per Sincronism e Trigger

Il connettore CN3 e‘ conposto da un insiene di 10 pin, con cui e’
possibile <collegare tutti i segnali di sincronisno, per i
coll eganmento di piu° schede in parallelo, e di un eventuale
trigger esterno.

Ri portianpo di seguito |la corrispondenza tra i pin del connettore
ed i segnali collegatevi.

S +
I I

NC........ 1 2, NC
I I

NC........ 103 A NC
I I

SYNC. ... .. | 5 6| _.o..... G\D
I I

CLK....... 17 8| ..., G\D
I I

TRG ...... 19 10| _........ NC | |
I I
S +

Fig. 4-4: Connettore CN3 - Sincronism e trigger

LEGENDA

G\D = - Segnal e di massa del |l a scheda.

SYNC =1/0 - Segnale di sincronisno da scheda master
CLK = 1/0 - Segnale di sincronisno per schede sl ave.
TRG =1 - Segnale di trigger esterno.

NC = - Non Col | egat o.
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4.3. Test Point.

Viene di seguito riportato il significato dei quattro Test Point
presenti sulla scheda AAS 12; per quanto riguarda |a disposizione
di tali punti di msura si facciar riferinento alla fig. 4.5 di
pag. 12.

AGND -> 1| test point AG\D e‘ collegato alla nmassa della scheda
ed e quindi da utilizzare cone punto di riferinento per
tutti gli strumenti di msura.

X1 -> | test point X1 e' collegato ad wuno dei segnal
ausiliari della sezione di controllo e serve per
verificare la corretta sucessione di stati da parte di
guesta sezi one.

TP1 -> |11 test point TPl e' collegato al segnale analogico
d ingresso all’AAD Converter MAX 162 dell a scheda.

TP2 -> |11 test point TP2 e collegato al segnale analogico
d ingresso al Sanple & Hold SHC5320 dell a scheda.

La funzione principale dei test point e quella di facilitare
| " operazione di collaudo e taratura della scheda, quindi il loro
uso da parte dell’ utente e' abbastanza i nprobabile.

4. 4. Segnal azi oni Visive.

La scheda AAS 12 segnala, tramte una serie di due LED, alcune
particolari condizioni di stato:

D5 -> D colore Rosso si accende durante |la fase di conversione,
ovvero da quando viene attivata la prinma conversione, a quando
viene conpletata |’ ultinma.

D6 -> Di colore Verde  si accende in corrispondenza
del |l "attivazione del trigger hardware interno, ovver o quando
Il segnale d ingresso ha superato il livello di trigger inpostato
con il trimrer P6.

Per quanto riguarda |a disposizione di questi due led si faccia
riferimento alla fig. 4.2 di pag 10.
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4.5. Junpers.

Esistono a bordo della AAS 12 9 strip, di cui uno su un Dp
Switch, con cui e possibile effettuare alcune selezioni che
riguardano il nodo di funzionanento dell a scheda.

D seguito nee' riportatol’elenco, |’ ubicazioneelalorofunzione.

Sel ezi ona attenuazi one del segnal e anal ogi co
d’ i ngresso.

(o]

I |

I | |
| J2 | Seleziona rapporto di anplificazione del

| | segnal e anal ogi co d’ingresso. |
| J3 2 | Seleziona tipo di funzionanento del S/ H |
| J4 2 | Seleziona tipo di funzionanento del S/ H |
| J5 | 3 | Sel ezi ona di nmensioni della RAM nontabile su

I I | Wo. I
| J6 | 3 | Sel eziona frequenza di |avoro della scheda.

| J7 | 3 | Seleziona tipo di indirizzanmento del a scheda

| J8 | 2 | Collega segnale di interrupt al Bus ABACO(R) |
|  SW2.1 | 2 | Collega segnale di ML dal Bus ABACOR). |
S A S T +

Tabl e 4-1: Tabella riassuntiva junpers

Il junper SW2.1 e‘ caratterizzato da una denom nazi one di versa da
quella dei rimanenti junpers in quanto e' |'unico strip incluso
nel dip switch SW.

DI seqguito e' riportata |a descrizione dele possibili connession
dei 9 junpers con la relativa funzione.

Per riconoscere tali connessioni sullaschedasi facciariferinmento
alla serigrafia della stessa, dove viene senpre riportata
| "indi cazione del pin nunero 1 da cui si ottiene |a nunerazione
adottata nella seguente descri zi one.
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4.5.1. Junpers a 2 vie

| J1 | <connesso | Disattiva circuiteria di attenuazione| * |
| | | del segnal e anal ogico d’'ingresso. |
| | non connesso| Attiva circuiteria di attenuazion |
| | | del segnale analogico d'ingresso |
|

|
|
|
| | tramte il trimer P3. | |
S SRS o m e e e e e e e e e e e e e aao s +----+
| J3 | <connesso | Collega segnale di riferinmento del| |
| | | SSH alla tensione di riferinento] |
| | | dell”A/D (S/H con guadagno costante). | |
| | non connesso| Non collega segnale di riferinmento| * |
| | | del SSH alla tensione di riferinento] |
| | | dell’” A/D. | |
S SRS o m e e e e e e e e e e e e e aao s +----+
| J4 | <connesso | Collega segnale di riferinento del| * |
| | | SSH al segnale in ingresso all’A D |
| | | converter (S/H con guadagno unitario)| |
| | non connesso| Non collega segnale di riferinento] |
| | | del S/H al segnale in ingreso all’ A D |
| | | converter. | |
S SRS o m e e e e e e e e e e e e e aao s +----+
| J8 | connesso | Collega segnal di conversioni | |
| | | ultimate al segnale di /INT del BUS| |
| | | industriale Abaco(R). | |
| | non connesso| Non collega segnale di conversioni| * |
| | | ultinmate al segnale di /INT del Bus. | |
S SRS o m e e e e e e e e e e e e e aao s +----+
| SW| connesso | Collega segnale di /M. del Bus| |
| 2.1 | | industriale Abaco(R) alla sezione di| |
| | | interfaccia al Bus. | |
| | non connesso| Non collega segnale di /M del Bus| * |
| | | Abaco(R) alla sezione di interfaccial |
| | | al Bus. | |
S SRS o m e e e e e e e e e e e e e aao s +----+

Tabl e 4-2: Tabella junpers a 2 vie

L’ * contrassegna qual’ e' |la connessione di default, ovvero la
connessione effettuata al nonmento del nontaggio della stessa
scheda.
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4.5.2. Junpers a 3 vie

S SRS o m e e e e e e e e e e e e e aao s +----+
| J_ | POCSIZIONE | UTI LI ZZO | DEF]|
S SRS o m e e e e e e e e e e e e e aao s +----+
| J5 | 1-2 | Sel eziona dispositivi RAM da 8K x 8|
| | | sullo zoccolo di U9. | |
| | 2-3 | Seleziona dispositivi RAMda 32K x 8| * |
| | | o 128K x 8 sullo zoccolo di WI. | |
S SRS o m e e e e e e e e e e e e e aao s +----+
| J6 | 1-2 | Seleziona frequenza di lavoro dellal * |
| | | scheda pari ad 1/4 della frequenza| |
| | | dell’oscillatore di U6. | |
| | 2-3 | Seleziona frequenza di |avoro della |
| | | scheda pari ad 1/8 della frequenza| |
| | | dell’oscillatore. | |
S SRS o m e e e e e e e e e e e e e aao s +----+
| J7 | 1-2 | Seleziona tipo di indirizzanento| * |
| | | normal e della scheda. | |
| | | Seleziona tipo di indirizzamento| |
| | | esteso della scheda. | |
S SRS o m e e e e e e e e e e e e e aao s +----+

Tabl e 4-3: Tabella Junpers a 3 vie

4.5.3. Junpers a 8 vie

S SRS T +---+
| J_ | POSIZIONE | UTILIZZO | DEF.|
S SRS T +---+
| J8 | 1-2 | Sel eziona rapporto di anplificazione | |
| | | x 10 sul segnal e anal ogi co d’'ingresso | |
| | 3-4 | Sel eziona rapporto di anplificazione | |
| | | x100 sul segnal e anal ogi co d’ingresso | |
| | 5-6 | Sel eziona rapporto di anplificazione | |
| | | x200 sul segnal e anal ogi co d’ingresso | |
| | 7-8 | Sel eziona rapporto di anplificazione | |
| | | x500 sul segnal e anal ogi co d’ingresso | |
| | nessuna | Sel eziona rapporto di anplificazione | |
| | | x 1 sul segnal e anal ogico d ingresso | |
S SRS T +---+

Tabl e 4-4: Tabella Junpers a 8 vie

L’ * contrassegna qual’ e' |a connessione di default, ovvero la
connessione effettuata al nonmento del nontaggio della stessa
scheda.
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4.6. Trinmer.

A bordo della scheda AAS 12 sono presenti 6 trimrer con cui
effettuare la taratura della sezione anal ogica della scheda e con
cui inpostare alcuni segnali di riferinmento.

Tutti i trimmer che riguardano esclusivanmente |la taratura della
scheda vengono gia‘ forniti nella posizione ottimale di |avoro,
quindi non devono essere variati dall’utenete se non per real
esi genze.

Viene di seguito riportata una breve descrizione dei trimer in
questione specificandone |a loro funzione, nentre per quanto
riguarda la loro disposizione fare riferinento alla fig. 4.5 di
pag. 12.

P1 -> Consente di variare un eventuale offset del segnal e
differenziale d ingresso.

P2 -> Consente di variare un eventuale offset del segnal e
d’ uscita dal S/H della scheda.

P3 -> Consente di variare il rapporto di attenuazione del segnale
anal ogico d'ingresso al S/H della scheda, nel caso che il junper
J1 sia sconnesso.

P4 -> Consente di variare un eventuale offset sul segnal e
anal ogico d ingresso al S/H

P5 -> Consente di variare il guadagno del S/H nel <caso che i
junpers J3 e J4 non sel ezi onano un guadagno unitari o.

P6 -> Consente di variare il livello per il trigger hardwe
i nt erno.

Il range di variazione di questo segnale puo’ variare nel range
-10/ +10 Vcc, corrispondente al massino range d’ingresso.
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4.7. Note.

Vengono riportate di seguito una serie di indicazioni con cui Si
descrive in nodo piu‘ dettagliato quali sono | e operazioni da
eseguire per effettuare il giusto colleganento ed il giusto
strippaggi o della scheda.

4.7.1. Ingresso in Corrente
Il segnale differenziale d ingresso alla scheda AAS 12 puo’
essere sia in tensione che in corrente.

La selezione di quale tipo di ingresso utilizzare avviene cone
descritto di seguito:

I ngresso i n Tensione

La scheda viene normal mente fornita per un ingresso differenziale
I n tensione, sprovvista della resistenza R2.

| ngresso in Corrente

La predi sposizione della scheda per un ingresso in corrente la si
effettua nontando sulla scheda la resistenza R2 di un valore tale
da garantire conmunque che | a tensione che si viene a formare ai
suoi capi, rimanga all’interno del range della tensione
differenziale d ingresso sel ezionato.

Per senplificare questa operazione fare riferinento alla fig.4.7.
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4.7.2. Sel ezione del Range d’'Ingresso

La scheda AAS 12 ha |la possibilita' di essere settata in tre
di verse condizioni corrispondenti a tre diversi range della
tensione differenziale d ingresso. In particolare lo strippaggio
della scheda e' il seguente:

Range -10/+10 Vcc

J1 -> Connesso;
J3 -> Connesso;
J4 -> Non connesso;

Range 0/ +10 Vcc

J1 -> Non connesso;
J3 -> Non connesso;
J4 -> Connesso;

Range 0/ +5 Vcc

J1 -> Connesso;
J3 -> Non connesso;
J4 -> Connesso;

Nel caso di selezione di un rapporto di anplificazione su
segnale analogico dingresso > 1, il —range della tensione
d ingresso alla scheda AAS 12 si riduce di un rapporto pari a
quel l o di anplificazione.
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4.7.3. Colleganento Parallelo di piu° Schede AAS 12

Nel caso sia necessario esam nare |’ andanento di piu‘ segnal
cont enpor aneanente in corrispondenza di un segnale master di
riferimento, e‘ possibile collegare piu* schede AAS 12 sul BUS
I ndustriale ABACO(R) che svol gono questo conpito. In particolare
| e operazioni da effettuare sono | e seguenti:

- Mappare |l e n schede ad indirizzi diversi;

- Col l egare i vari segnali da esam nare agli appositi connettori
d’” ingresso (CN2 o CN1+CN\4);

- Col |l egare assiene tutti i connettori CN3 a 10 vie delle N
schede da utilizzare;

- Programmare |a scheda collegata al segnale analogico di
riferimento cone Master (si veda par. 6.1) con i paranetri di
conversi one desiderati;

- Programmare tutte le rimanenti schede cone Sl ave (si veda
par. 6.1) con gli stessi paranetri di conversione.

A guesto punto in corrispondenza dell’ attivazione del trigger
sulla scheda nmaster, vengono effettuate tutte |le conversioni su
tutte | e schede.
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5. MAPPAGGE O DELLA SCHEDA

5.1. Introduzi one

La scheda AAS 12 viene indirizzata in uno spazio fisico di 8 byte
che possono essere allocati a partire da un indirizzo di base
diverso a seconda di cone viene nmappata |a scheda.

Questa prerogativa consente di poter nontare piu° schede AAS 12
sull o stesso BUS ABACO(R), oppure di nontare | a scheda su di un Bus
su cui sono gia' nontate altre schede periferiche, ottenendo cosi"
una struttura espandibile senza difficolta" e senza alcuna
nodi fica del software gia' realizzato.

5.2. Indirizzanento dell a Scheda

L'indirizzo di mappaggio della scheda e definibile tramte

| "apposita circuiteria di interfaccia al BUS presente sulla
stessa scheda; questa circuiteria utilizza due D p Switch ad
8 vie da cui preleva |l’indirizzo di nmappaggi o inpostato

dal | ' utente.

DI  seguito viene riportata la corrispondenza dei D p Swtch,
mentre per la selezione del tipo di indirizzamento si faccia
riferimento al capitolo 4.5. 2.
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Gi 8 byte occupati sono utilizzati sia in fase di output che di
I nput, quindi saranno utilizzati sia per |a progranmazione della
scheda che per la lettura del suo stato e la lettura delle
conbi nazi oni determ nate dal convertitore.

SW.1 -> Bit A8
SW.2 -> Bit A9
SW.3 -> Bit Al10
SW.4 -> Bit All
SW.5 -> Bit Al2
SW.6 -> Bit Al13
SW.7 -> Bit Al4
SW.8 -> Bit Al5
Sw.1 -> /M
SwWw.2 -> NZC
SW.3 -> N.C
SW.4 -> Bit A3
SW.5 -> Bit A4
SW.6 -> Bit A5
SW.7 -> Bit A6
SWw.8 -> Bit A7

N.B. Tali Dip Switch sono collegati con |ogica negata, quindi se
posto in ON genera uno Zero | ogico, nentre se posto in OFF genera
un Uno | ogi co.

Se ad esenpio si dovesse nmappare la scheda AAS 12 con
indirizzanento normale, all’indirizzo di base 040H, |a scheda
deve essere configurata cone segue:

J7 -> Connessione 1-2.
SWL.n -> |Indifferente.
SW.1 -> Dipende dal tipo di scheda CPU
0 GPC utilizzata

SW.2 -> Indifferente.
SW.3 -> Indifferente.
SW.4 -> ON
SwWw.5 -> ON
SW.6 -> ON
SwWw.7 -> OFF
SwWw.8 -> ON

Se invece si dovesse mappare |a scheda AAS 12 con indirizzanento
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esteso, all’indirizzo di base 0400H, |a scheda deve essere
configurata cone segue:

J7 -> Connessione 2-3.
SW.1 -> ON
SW.2 -> ON
SW.3 -> OFF
SW.4 -> ON
SW.5 -> ON
SW.6 -> ON
SW.7 -> ON
SW.8 -> ON
SW2.1 -> Dipende dal tipo di scheda CPU
o0 GPC utilizzata
SW.2 -> Indifferente.
SW.3 -> Indifferente.
SW.4 -> ON
SswWw.5 -> ON
SW.6 -> ON
SswWw.7 -> ON
SwWw.8 -> ON

Per quanto riguarda | a disposizione dei due Dip Swtch, si faccia
riferimento alla fig. 4.2 di pag. 10.
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5.3. Indirizzanmento Registri I|nterni

I ndi cando con <indbase> il prino indirizzo degli 8 in cui e
allocata |a scheda, ovvero |’indirizzo inpostato tramte i dip
switch cone descritto nel paragrafo precedente, 1 registri
interni della scheda sono visti agli indirizzi riportati nella

seguente tabell a:

N T o e e e e e e o s +
| INDIRIZZO | REG STROIN LETTURA | REG STRO IN SCRITTURA |
N T o e e e e e e o s +
| <i ndbase>+0 | ADCNTR | |
| <indbase>+1 | ADSTAT | |
| <indbase>+2 | DATL | | NDL |
| <indbase>+3 | DATH | | NDH |
| <indbase>+4 | STI ME | STI ME |
| <indbase>+5 | NCONV | NCONV |
| <indbase>+6 | COUNT2 | COUNT2 |
| <indbase>+7 | | ADCOUNT |
N T o e e e e e e o s +

Table 5-1: Tabella di indirizzanento registri intern

N. B.

In fase di utilizzo di piu* schede sul BUS ABACO(R), in fase d
| npostazione dell’indirizzo di mappaggio delle schede, fare
attenzione a non allocare piu‘ schede agli stessi indirizzi
(considerare indirizzo di allocazione e nunero di byte occupati).

Nel caso questa condi zi one non venga rispettata si viene a creare
una conflittualita' sul BUS che pregiudica il funzionanento di
tutto il sistema e delle stesse schede.
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6. GESTI ONE SOFTWARE

In questo capitolo vengono riportate tutte le informazioni che

ri guardano [ "utilizzo software della scheda AAS 12 in
particolare viene riportata |a descrizione di tutti i registri
interni che sono stati descritti nel capitolo precedente e Ila
sequenza di operazioni da effettuare per il giusto utilizzo della
scheda.

Il Registri interni,significato

6.1. Significato dei Registri Interni.

Come descritto nel paragrafo 5.3 |la scheda AAS 12 occupa 8 byte
di indirizzanmento in cui sono allocati 10 registri da wutilizzare
per |a programuazione della scheda.

Tali registri hanno il seguente significato:

ADCNTR = ENA EEN M'S 1SH DEL I NV TS1 TSO

dove:

ENA = Abilitazione generale della sezione di controllo:

seal->abilitato e viceversa;

EEN = Abilitazione esterna nel caso di programmazi one cone sl ave:
se al -> abilitazione esterna e viceversa,

M S = Sel ezi one del funzi onanento Master o Sl ave:
se al -> Master e viceversa;

1SH = Sel ezione del funzionanento One Shot pari ad wuna sola
conversione: se a 1 -> One Shot, viceversa normal e;

DEL = Attivazione ritardo dell’inizio conver si one rispetto
al | attivazione del trigger: se a 1 ->ritardo e viceversa;

INV = Sel eziona eventuale inversione del livello attivo de
trigger: se a 1 -> Trigger invertito e viceversa;
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TS1 TSO = Seleziona il tipo di trigger:

-> Conbi nazione di start ciclo di conversione;
-> Trigger hardware esterno;
-> Trigger hardware interno;
-> Trigger software interno;

Pk, OO

0
1
0
1

ADSTAT = RDY RUN TRG TST NC NC NC NC

dove:

RDY = Indica se e termnata | a sequenza di conversioni:
se al -> conversioni ultimte e viceversa,

RUN = Indica se |la scheda sta' eseguendo un ciclo di conversione:
seal->ciclo di conversione in corso e viceversa,

TRG = Indica se il trigger selezionato e' stato attivato:

se al->trigger attivato e viceversa,
TST = Segnal e di controllo ausiliario portato sul test point Xl: se
a l -> segnale attivo e viceversa;
Bit privo di significato;

NC

DATL e DATH = Corrispondono ai due byte che contengono |a
conbi nazione a 12 bit determnata dalla conver si one.

In particolare |a conbinazione conplessiva a 12 bit e* costituita,
partendo dal bit nmeno significativo, dagli 8 bit di DATL piu* i 4
bit meno significativi di DATH

I NDL e | NDH = Devono essere utilizzati per inpostare |’'indirizzo
RAM del | a sezione di sal vataggi o dati .

In pratica i due registri costituiscono |’indirizzo a 16 bit (di
cui INDL costituisce il byte neno significativo e |INDH quello

piu° significativo) che puo’ essere utilizzato per:

- Stabilire |’indirizzo da cui la sezione di controllo deve
iniziare la scrittura delle conbinazioni dell’ AAD

- Stabilire |’indirizzo da cui prelevare i dati in nenoria;

STIME = Tramte questo registro puo' essere inpostato il Sanple

Time delle conversioni da effettuare (scrittura) e verificare a
che punto di questo tenpo si trova la sezione di controllo
(lettura).

Tale valore e' espresso in nunero di periodi di clock (si veda
strippaggi o del junper J6) e puo‘ variare da un mnino di 15H ad
un massino di FFFFH.

Da notare che anche se il registro e’ unico (8 bit) la scrittura/
lettura di dati a 16 bit avviene tramte una doppia Scrittural
Lettura allo stesso registro; di queste due Scritture/Letture, |a
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prima coincideconil byte nenosignificativoelasecondaconquello
piu‘ significativo.

NCONV = Tramte questo registro puo’' essere inpostato il nunero
di conversioni da effettuare (scrittura) e verificare quante
conversioni siano state effettuate in un certo istante (lettura).

Tale valore coincide esattamente con il nunero di conversioni e
puo* variare da un mnino di Ol1H ad un massino di FFFFH.

Da notare che anche se il registro e unico (8 bit)la

Scritture/Letture di dati a 16 bit avviene tramte una doppia
Scritture/Letture allo stesso regi stro; di quest e due
Scritture/Letture, la prima coincide con il byt e meno

significativo e |l a seconda con quello piu* significativo.

COUNT2 = Tale registro e relativo ad un contatore della sezione
di controllo che al nonmento non viene pero’ utilizzato per Ile
operazioni di conversione. Dal punto di vista software non deve
qui ndi essere utilizzato in nessun caso.

ADCOUNT = Con questo registro si effettua |a programmazi one della
circuiteria di conteggi o appartenente alla sezione di controllo.

Al fine di utilizzare correttanente questa sezione, si devono
effettuare due scritture consecutive su questo registro; i dati
da programmare sono rispettivanente: 34H e 70H

6. 2. Programmazi one del |l a Scheda.

In questo paragrafo vengono riportate tutte I|e infornmazion

necessarie al fine di poter programmare correttanente la scheda
AAS 12 in relazione al tipo di funzionanento desiderato. D
seguito e’ riportato un elenco di operazioni che devono
obbligatorianente essere effettuate in sequenza:

1) Inizializzazione della circuiteria di conteggi o scrivendo
due dati 34H e 70H nel registro ADCOUNT;

2) Programmazione del Sanple Tinme nediante la scrittura del
valore a 16 bit nel registro STI M

3) Programmazione del nunero di conversioni da effettuare
mediante la scrittura del valore a 16 bit nel registro NCO\V,

4)  Programare l"indirizzo iniziale di sal vataggio delle
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conbi nazioni determnate dall’A/D Converter nediante | a
scrittura dell’indirizzo a 16 bit nei due registri |INDL e | NDH,

5) Abilitare la sezione di controllo provvedendo a specificare
solo il tipo di funzionanmento Master o Slave ed il tipo di trigger
corrispondente allo start del ciclo di conversione nediante una
scrittura nel registro ADCNTR

6) Abilitare la sezione di controllo nella maniera utilizzata al
punto 5 provvedendo a definire anche tutti gli altri paranetri
cone tipo di trigger da utilizzare, il suo Ilivello attivo, ecc.,
medi ante una scrittura nel regi stro ADCNTR

7) Attendere la fine della sequenza di conversioni nediante i
test del registro di stato ADSTAT;

8) Disabilitare la sezione di controllo in nodo da garantire |a
stabilita' dei dati durantelalorolettura, nmediante unascrittura
nel regi stro ADCNTR,

9) Programmare |’indirizzo iniziale di lettura dei dati allo
stesso val ore programmto al punto 4, senpre nedi ante unascrittura
dell’indirizzo a 16 bit nei registri INDL e | NDH

10) Leggere un nunero di conbi nazi oni desiderate, dove il nunero
di tali conbinazioni deve essere <= al nunero di conver si oni
| npostate al punto 3. Laletturadi tali conmbi nazi oni avvienetramte
| etture sucessive dei due registri DATL e DATH, quindi alla

primalettura di questi registri si ottiene la prim conbinazione,
alla seconda lettura si ottiene |a seconda conbinazione, ecc

(autoincrenmento dell’indirizzo di lettura);
Tali operazioni sono state illustrate facendo riferinmento alla
descrizione dei registri interni della scheda, quindi per

conpl etezza si faccia riferinmento ai par. 5.3 e 6.1.
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7. SCHEDE ESTERNE A CU COLLEGARE LA AAS 12.

La scheda AAS 12 ha la possibilita' di accettare conme processor
| a maggi or parte di quelli presenti sul BUS ABACOR) aunentando,
cosi‘, la sua gia' notevole versatilita'.

A titolo di esenpio ne riportiano un breve el enco:

GPC 535 (CGeneral Purpose Controller 80535)
Basata sul potente 80535 Sienens conprende, 16 linee di 1/OQ 3
| inee di acquisizione Encoder bidirezionali a 16 bit, 32K RAM
tanmponati con batteria al Litio, Real Time Cdock, 8 linee di AD
converter da 8 o 10 bit, linea di comunicazione in RS 232 o
RS 422-485, Buzzer, unica tensione di alinentazione.

GPC 65 (General Purpose Controller 6501A0Q
La conpatibilita’ software del 6501AQ Rockwell con il noto 6502,

consente |’ wutilizzo imediato di quanto gia‘ sviluppato. 32K RAM
tanponati con batteria al Litio, 4 linee di A/D converter da 10
bit, Key Display Controller, |linea RS 422 o 423, unica tensione

di alinentazi one.

GPC 97 (General Purpose Controller 8097)
Potente <controllore a 16 bit basato sullo 8097 Intel con una
linea RS 232 ed una in TTL, 32 linee di I1/O 8 linee di A/ D
converter da 10 bit, Real Tinme dock, 16K RAMcon batteria a
Litio, wunica tensione di alinmentazione, conmpbdo sviluppo su
personal , ecc.

CPU 01 (Central Processor Unit Z80)
CPU Zilog Z80 B da 6 Miz con 64K RAM di nam ca ed uno zoccol o
per ospitare un nmassinp di 32K Bytes di EPROM Interfaccia a
Bus ABACOOR) con wuna anpia dotazione di Firmvare e
Software. Disponibilita' di sistem operativi tipo CP/M ZCPR3,
SCDOS, ecc.

CPU 03 (Central Processor Unit Z80)
CPU Z80 H da 8MHz con due linee seriali in RS 232 C con Baud Rate
settabile da software tra 50 e 38K Baud. Una delle linee ¢
settabile in RS 485 od in RS 422. Zoccoli per un nmassino di 448K
Bytes di RAM EPROM di cui 192K RAM e 256K EPROM Disponibile
CP/IM

GPC 02 (General Purpose Controller)
Scheda in grado di supportare la famglia 51 Intel conpreso i
ti po mascherato Basic. 16 linee di 1/0O 3 Counter, linea RS 232,
4 linee di A/D converter da 10 bit, Buzzer, EPROM programrer su
scheda, 32K RAMcon Back Up al Litio, Key Display Controller,
ecc.
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GPC F2 (General Purpose Controller Fam 8052)
Scheda in grado di supportare |la famglia 51 Intel conpreso il
ti po mascherato Basic. 16 linee di 1/O gestite da 8255, 2 |linee
RS 232, Buzzer, EPROM programer, 32K RAM su 64K indirizzabili,
Real Time O ock con batteria al Litio, 2 Timer Counter tipo 8253.

GPC 51 (General Purpose Controller Fam 8051)
Scheda in grado di supportare la famglia 51 Intel conpreso il
ti po mascherato Basic. 16 linee di 1/0O 3 Counter, linea RS 232,
4 linee di A/D converter da 10 bit, Buzzer, EPROM progranmrer su
scheda, 32K RAMcon Back Up al Litio, Oologio, Key Display
Controller.

GPC 68 (General Purpose Controller Fam 68000)
Due linee RS 232 con Baud Rate settabile da software fino a 38
KBaud piu‘ una linea RS 485 o RS 422, 3 port paralleli a 8 bit e
tre timer gestiti dal 68230, CPU costituita dal 68000 ad 8 Mz,
768 KByte di RAM EPROM Watch Dog hardware disinseribile, vari
supporti software.

GPC 80 (Ceneral Purpose Controller 84C00 )
Potente controllore o SBC basato sullo Z80. Unica tensione di
al i ment azi one con conponenti CMOS. Cestisce |le FIO e dispone di
i npl enentazioni di CP/M SCDCS, ZCPR3 ecc. 256 K EPROM 256 K RAM
tanponata con Dbatteria al Litio; Real Tinme Cdock; 2 Ilinee
seriali; 16 linee di I/O TTL; 4 counter.

GPC 451 (General Purpose Controller 80C451 )
Scheda in grado di supportare 80C451 conpresa la versione con
EPROM  Codi ce conpatibile 8031. 32 linee di I/O TTL; Real Tine
Cl ock; 96K a bordo di cui 32K RAM con batteria al Litio. Linea in
RS 232 0 422-485. BASIC, FORTH, MONITOR in ROM PASCAL, C, ecc.

GPC 552 (General Purpose Controller 80C552 )
Potente <controllore con 96K a bordo di cui 32K RAM con batteria
al Litio; Real Time Cock; 8 linee di A/D converter da 10 bit;
Wat chdog; 172C BUS; Linea in RS 232 o 422; 4 capture Tiner; 3
counter; 2 PWM 1/0O TTL; BASIC, FORTH, MONI TOR, C, PASCAL ecc. in
ROM o su PC.

GPC 188 (General Purpose Controller 80C188)
Control |l ore basato sull’80C188 Intel fino a 12.5 Miz; 256K Eprom
e 256K Ram con batteria al Litio e protezione in scrittura; Real
Time Cock; 4 linee di A/D converter a 13 bit; Watchdog; 2 |inee
seriali in RS 232, una delle quali puo' essere settata in RS 422485;
24 linee di I/Oalivello TTL; vasta disponibilita' di software
tra cui MONI TOR DEBUGGER, conpil atore PASCAL, ecc.
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MRR 16 (Multiplexers Reed Relay a 16 |inee)
Scheda periferica di nultiplexaggio |inee anal ogiche tramte Reed

Rele‘; 16 linee di multiplexing doppie (per segnali in corrente o
differenziali); visualizzazione del canale prescelto; gestione
software  senplificata; connettori standardi zzat i per [

col | egamento con | e schede di A/ D

MSS 16 (Multiplexers Solid State a 16 |inee)

Scheda periferica di nmultiplexaggio |inee analogiche tramte
comutatori statici; 16 linee di multiplexing doppie (per segnal
in corrente o differenziali); visualizzazione del canal e
prescelto; gesti one sof tware senplificata; connettor
standardi zzati per il colleganento con |l e schede di A/ D.

RCV 420 (Receiver Current to Voltage 4-20 nmA)
Scheda periferica provvista di 10 linee di nmultiplexing doppie

(per segnali in corrente) e di sezione di interfaccia segnali in
corrente 4-20 mA. con segnali in tensione O0-5V.; separazione
galvanica tra la sezione ricevente e quella di trasformazione;
connettori standardi zzati per il colleganmento con le |I|inee di
A D.

(AAS12 Rel.2.00]) & Page 37




[-—0-'.‘)-0-(—0—0—-@] [l‘lUJ] grifo © ITALIAN TECHNOLOGY

A. DI SPOSI ZI ONE JUVPERS
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APPENDICE B: DESCRIZIONE COMPONENTI! DI BORDO

19-0895; Rev 1: 3/81

MAXI/N

Complete High-Speed CMOS 12-Bit ADC

General Description

The MAX162 and MX7572 are complete 12-Bit analog-
to-digital converters (ADC's) that combine high speed,
low power consumption, and an on-chip voltage
reference. The conversion times are 3us (MAX162)
and 5 and 12us (MX7572). The buried zener reference
provides low drift and low noise performance.

External component requirements are limited to only
decoupling capacitors for the power supply and
reference voltages. On-chip clock circuitry is also
included which can either be driven from an external
source, or in stand-alone applications, can be used
with a crystal.

The MAX162/MX7572uses a standard microprocessor
interface architecture. Three-state data outputs are
controlled by Read (RD) and Chip Select (CS) inputs.
Data access and bus release times of 90 and 75ns
respectively ensure compatibility with most popular
microprocessors without resorting to wait states.

Applications

Digital Signal Processing (DSP)
High Accuracy Process Control
High Speed Data Acquisition
Electro-Mechanical Systems

Functional Diagram

Features

¢ 12-Bit Resolution and Linearity

L 36: {HM1% and 12us (MX7572)

& No missing Codes

& On-Chip Voltage Reference

& 90ns Access Time

& 215mW Max Power Consumption
4 24-Lead Narrow DIP Package

Ordering Information
. ERROR

PART TEMP. RANGE PACKAGE (LSB)
3us CONVERSION TIME
MAX162ACNG 0°C to +70°C  Plastic DIP =42
MAX162BCNG 0°C to +70°C Plastic DIP +1
MAX162CCNG 0°C to +70°C Plastic DIP +1
MAX162ACWG 0°C to +70°C Wide SO =12
MAX162BCWG 0°Cto+70°C  Wide SO 1
MAX162CCWG  0°Cto +70°C__ Wide SO £1
MAX162CC/D 0°Cto +70°C  Dice* +1
MAX162AING  -40°C to +85°C  Plastic DIP 12
MAX162BING -40°C to +85°C Plastic DIP +1
MAX162CING  -40°C to +85°C Plastic DIP 1
MAX162AMRG  -55°C to +125°C  CERDIP 12
MAX162BMRG -55°C to +125°C  CERDIP +1
MAX162CMRG  -55°C to +125°C__ CERDIP +1

Ordering Information continued at end of data sheet.
*All devices—24 lead packages
** Consult factory for dice specifications.

Pin Configuration

NN
Vier
L ASND
o
2w 010

! WUTLETER : 2. yoex ) AAXIM

T | * MAX162

e | e o W wx7s72
e [+ [ P osihon v
DRIVERS BAIVERS 06
OO R O O E 05
[T ] [ L] /1 0eiE M

DEND
DEND [
MMAXIN Maxim Integrated Products

CLSLXWN/C9EXVN

1

For free samples & the latest literature: hitp://www.maxim-ic.com, or phone 1-800-998-8800.

For small orders, phone 1-800-835-87689.
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Complete High-Speed CMOS 12-Bit ADC

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Nop (o DN IR UV -0.3V to +7V Operating Temperature Ranges
Vg to| DGND IR LTI AE +0.3V to -17V MAX162XC, MX7572JN, KN, LN,
AGND to DGND .. -0.3V, Vg, + 0.3V JCWG, KCWG, LCWG .................. 0°C to +70°C
I e LAV N || SRR AL RARTLSRNARS LR IRV ORI -15V to +15V MAX162XI1, MX7572AQ, BQ, CQ ...... -25°C to +85°C
Digital Input Voltage to DGND ........ -0.3V, Vgp + 0.3V MAX162XM, MX75728Q, TQ, UQ .... -55°C to +125°C
(Pins 17, 19-21) Storage Temperature Range ........... -85°C to +160°C
Digital Output Voltage to DGND ...... -0.3V, Vpp + 0.3V Power Dissipation (any Package) to +75°C
(pins 4-11, 13-16, 18, 22) Derates Above +75°C by ...............

Stresses above those listed under “Absolute Maximum Raﬂn;s may cause permanent o‘amm to the device. These are stress ratings only, and
funcr.-cma-' operation of the device at these or any other con, itions above those of the specifications is not
implied. E @ to ratings di moda may affocr dom:e reliability.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(VDD = +5V £5%, Vs = -15V £5%; Slow Memory Mode: Ta = TMin to Tmax unless otherwise noted
foLk = 4MHz for MAX162, 2. SMHZ for MX7572XX05 and 1MHz for MX7572XX12)

MAX162/MX7572
3
g
e
]

PARAMETER  |SYMBOL| cConpmions | MmN max [ unms |
ACCURACY
Resolution ‘ | [ 12 Bits
MAX162A, MX7572LICIU_ | Ta=25'C | +1/2 { ‘
| I Non-Lin INL MAX162AC, Al, MX7572L/C +1/2 LSB
i e MAX162AM. MK7572U 13/4
| | MAX1628/C, MXT572KIBITIIAS | ks
Diﬁerentlall_ﬂﬂl_meanty DML Guaranleed Monotonic Over Temp. HAlEL | AL +1 LsSB |
’ MAX162C. TA=25C 4‘» 4|
| MX75720/0S Ta = TMIN to ThmAX A LANIETH s
MAX1628, Ta=25C 3
Offset Error (Note 1) ‘ ‘ MX7572K/8/T Ta S TMIN o TM aoch [ ANHLAE 5 LSB I
MAX162A, Ta=25C +3
| MX7572L/IC/U Ta = TMIN tmni AR08
MAX162C, ' I j
‘ }_ MX7572J/A/S | | 15 {
| NI
Full Scale Error (Note 2) mﬂ;{g?g%B T Ta=25C ~'— +10 LSB i
I Al ORI Gt
I MAX162A, TP
, MX7572LiCIy Wit ANEAH il
1
Full Scale Tempco (Notes 3, 4) | b"ﬁ&&i" MXTT2RIBIT, MX7572L/C1 | 125 | Ve |
| ANALOG INPUT [T AR
Input Voltage Range | For Bipolar Input see Figures 19-21 [ 0 S5 LI I
Input Current [ AIN = OV to +5V AL 35 l mA
INTERNAL REFERENCE AT
| VREF Output Voitage | Ta=25C 52  -525 53 | Vv
Ve Outut Tampco (ote 5 e i T o |
| Output Current Sink Capability | (Note 6) 500 | uA
2 MAXIN
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Continued)

(Voo = +5V £5%, Vss = -15V 5% Slow Memory Mode: Ta = Tmin to TiMax unless otherwise noled.

foLk = 4MHz for MAX162, 2.5MHz for MX7572XX05 and 1MHz for MX7572XX12)

PARAMETER [symaoL CONDITIONS MIN  TYP  MAX | UNITS :
| POWER SUPPLY REJECTION b
VDD Only FS Change, Vs = -15V, VDD = 4.75 10 5,25V +1/2 | Ls8 (2]
FS Change, VpD = 5V ) i 5
Vss Only MAX 162/MX7572 Vss = -14.25V 10 -15.75V +1/8 LSB
MAX 162 Vss=-11.4Vi0-12.6V +1/8 ‘ LSB
LOGIC INPUTS k
Input Low Voltage viL | CS, RO, HBEN, CLKIN ] 08 v N
Input High Voltage Vi | CS,RD, HBEN, CLKIN 24 v (1]
Input Capacitance (Note 7) CIN CS, RD, HBEN, CLKIN _ 10 pF \.
Input Current Iin EEKR? HBEN, VIN = Oto Vop ﬂg HA N
LOGIC OUTPUTS T
Output Low Voltage VoL | D11-D0O/8, BUSY, CLKOUT Isink = 1.6mA 04 v
Output High Voltage Vor D11-D0/8, BUSY, CLKOUT ISOURCE = 200pA 4 \
Floating State Leakage Current | ILkG D11-D0/8, VouT = OV to VoD +10 pA
e S ) Cour 5 | o
CONVERSION TIME
Synchronous 325
MAX162 tconv | foLk = 4MHz kel gl 3 325 | HS
(1210 13 clock cycles)
Synchronous 5 )
MX7572XX05 tconv | fok = 2.5MHz Q;;ﬁgfgﬁoﬂg"'esl 48 52 | MS
(12 1o 13 clock cycles)
Synchronous 125
MX7572XX12 tconv | fouk = IMHz (125 clock cycles) 12 R TS
(12 10 13 clock cycles)
POWER REQUIREMENTS
VoD +5% for Specified Performance 475 5 525 v
IoD CS = RD = VoD, AIN = 5V 5 7 mA
Isg CS =RD = VoD, AIN = 5V 8 12 | mA
Power Dissipation VoD = +5V, V55 = -15V 145 215 mw

Note 1: Typical change over temp is +1LSB

2: VoD = +5V, Vss = -15V, FS = +5.000V, Ideal last code transition = FS -3/2LSB

3: Full Scale TC = AFS/AT, where AFS is full scale change from Ta = 25°C to TmiN OF TMAX.

4: Includes internal reference drift.

g: VREF TC = AVREF/AT, where AVReF is reference voltage change from Ta = 25°C to TMIN of TMAX.
T

B:

gegzees

MAXIV

Qutput current should not change during conversion.
Guaranteed by design, not subject to test.
Vss = -12V +5% for the MAX162 only. Functional operation is guaranteed by testing offset error and full scale error.

(AAS12  Re.2.00]
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N TIMING CHARACTERISTICS (Note 9)

h (Voo = +5V, Vg = =15V: T, = Ty, 10 Tyuux unless otherwise noted.)

:‘2 Ty = 25°C MXTST2UKIL il

x PARAMETER SYMBOL | CONDITIONS MX7572A/B/C UNITS

MIN TYP MAX | MIN MAX | MIN MAX

CS to RD Setup Time t, 0 0 0 ns
RD to BUSY Delay t C_ = 50pF 9 190 230 270 | ns

2 Data Access Time (Note 10) ty gt : fgg:F gg 19205 :;g };g ns
RD Pulse Width ty 1y t, t,

: CS to RD Hold Time tg 0 0 0 ns

: zgtt: :&r{;rp Time After BUSY t 70 20 100 ns
Bus Relinquish Time (Note 11) t; 20 75 20 85 20 90 ns
HBEN to RD Setup Time 1g 0 0 0 ns
HBEN to RD Hold Time ty 0 0 0 ns
Delay Between Read Operations g 200 200 200 ns

Note 8:  Timing specifications are sample tested at 25°C to ensure compliance. All input control signals are specified with
t, =t = 5ns (10% to 90% of +5V) and timed from a voltage level of +1.6V.

Note 10: t, and tg are measured with the load circuits of Figure 1 and defined as the time required for an output to cross
0.8V or 2.4V.

Note 11: 1, is defined as the time required for the data lines to change 0.5V when loaded with the circuits of Figure 2.

L.

a. High-Z to Vor (t3) and VoL to Vor (t6) b. High-Z to Vo (t3) and Vor to Vo (t6)

311. ll::,v
I

Figure 1. Load Circuits for Access Time

5
*0
D8N o l ° 0BN
0 I 10gF I 10pF
= em = = 06N
a. Vow to High-Z b. Vo to High-Z
Figure 2. Load Circuits for Output Float Delay
4 MAX I
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Pin Description

PIN NAME FUNCTION PIN NAME FUNCTION
1 AIN Analog Input, 0 to +5V unipolar input 19 HBEN High Byte Enable Input. This pin is
used to multiplex the internal 12-bit
2 Vper | -5.25V Reference Output conversion result into the lower bit wlh
outputs (D7-D0/8). HBEN also disables m
3 AGND Analog Ground conversion starts when HIGH.
411 | D11-D4 | Three-State Data Outputs 20 RD READ Input. This active low signal s
starts a conversion when CS and
12 DGND Digital Ground HBEN are low. RD alsg enables the
output drivers when CS is low. x
13-16 |D3/11-D0/8| Three-State Data Outputs —
21 cs The CHIP SELECT Input must be low N
17 CLKIN Clock Input. An external TTL/CMOS for the ADC to recognize RD and m
compatible clock may be applied to HBEN inputs.
this pin or a crystal can be connected P q
between CLKIN and CLKOUT. 22 BUSY The BUSY Qutput is low when a N

conversion is in progress.
18 | CLKOUT | Clock Output. An inverted CLKIN .
signal appears at this pin. 23 Vss Negative Supply, -15V for MX7572 and
-15V or -12V for MAX162.

24 Voo Positive Supply, +5V.

Data Bus Output, CS & RD = LOW .

Pind | Pin5 | Pin6 | Pin7 | Pin8 | Pin9 |[Pin10 |Pin 11 [ Pin13 | Pin 14 | Pin 15 | Pin 16
MNEMONIC® on D10 D9 D8 D7 D6 DS D4 D3/ D2/10 D1/9 Do/8
HBEN = LOW DB1NM DB10 DB9 DB8 DB7 DB6 DBS DB4 DB3 DB2 DB1 DBO
HBEN = HIGH | DB11 DB10 DB9 DBs LOW LOw Low LOwW DB11 DB10 DB9 DB8

Note:
* D11 ... D0/8 are the ADC data output pins.
DB11 . . . DBO are the 12-bit conversion results, DB11 is the MSB.
Converter Operation
The MAX162 and MX7572 use a successive approxi-
maxin mation technique to convert an unknown analog input
R Moxe to a 12 bit digital output code. The control logic

provides easy interface to most microprocessors.
Most applications require only a few external passive
components to perform the analog-to-digital function.
Figure 3 shows the MAX162/MX7572in its simplest
operational configuration.

Figure 4 shows the MAX162/MX7572analog equivalent
circuit. The internal voltage output DAC is controlled
by a successive approximation register (SAR) and
has an output impedance of 2.5k(). The analog input
is connected to the DAC output with a 2.5k resistor.
The comparator is essentially a zero crossing detector
and its output is fed back to the SAR input.

i 4 Conversion start is controlled by the CS, RD and HBEN

P DATA 8US nigital inputs. A conversion starts at the falling edge of

NOTES: CS and RD while HBEN is low. Once started, conversion

MAX182 - N CAYSTAICIAM RESORATOR, cannot be stopped. The BBQUSSXYoutpuLgochl)\tw as soor';

MOXTS7ZI0H05 - 2. RESOMATOR. as the conversion starts. may 0 contro

3.?:5‘&1&"&?&&“%3&'&“&%““ an external sample-and-hold when wide bandwidth
RESOMATOR MANUFACTURER, TYPICAL VALUES ARE FROM 0 T0 1009F. input signals are being measured.

Figure 3. MAX162/MX7572 Operational Diagram

MAXIM 5
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Clock Operation

COMPARATOR

(i

» an

MAXIAN

MAX162 Sz

MX7572 12817
LATCH

Figure 4. MAX162/MX7572 Analog Equivalent Circuit

The SAR is set to half scale as soon as the CS and
RD inputs go low. This reset is asynchronous with the
clock input. The analog input is then compared to
one half of the full scale voltage. About 30ns after the
second falling edge of CLKIN (or rising edge of
CLKOUT), the output of the comparator is latched
into the SAR MSB bit (see Figure 5). The bit is kept if
the analog input is greater than half scale, or dropped
if it is smaller. The next bit (bit 11) is then set with the
DAC output either at 1/4 scale (if the MSB was
dropped) or 3/4 scale (if the MSB was kept). The
conversion continues in this manner until the LSB is
tried. Following a falling CLKIN signal, the BUSY
output goes high and the SAR result is latched into

Clock Osciliator

Figure 6 shows the MAX162/MX7572clock circuitry.
The capacitive load on the CLKOUT pin must be
minimized for low power dissipation and to avoid
digital coupling of the CLKOUT buffer currents to the
comparator. If an external clock source is being used
to drive CLKIN, CLKOUT should be left open. The
external clock source must have a 50% duty cycle. If
the internal oscillator is being used, a crystal/ceramic
resonator should be connected between CLKOUT
and CLKIN as shown in Figure 6.

iy, 18| CLK OUT MAX162
pr MX7572
C2, I %
> CLOCK
I Trfe "o

NOTES:

MAX162 - 4MHZ CRYSTAL/CERAMIC RESONATOR.

MX7572XX05 - 2.5MHz CRYSTAL/CERAMIC RESONATOR.

MX7572XX12 - 1.0MHz CRYSTAL/CERAMIC RESONATOR.

C1 AND C2 CAPACITANCE VALUES DEPEND ON CRYSTAL/CERAMIC
RESONATOR MANUFACTURER. TYPICAL VALUES ARE FROM 0 TQ 100pF.

Figure 6. MAX162/MX7572 Internal Clock Circuit

the three-state output buffers.

tsam  \

/7 7

BUSY

, /

D811
(ms8)

N AVAVAYS

DBIO 081 080

b

(L58)

Figure 5. Operating Waveforms Using an External Clock Source for CLKIN,

N AXIV
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Control Input Synchronization

In applications where the RD control input is not
synchronized with the ADC clock, the conversion
time can vary from 12 to 13 clock cycles. The SAR
changes state on the falling edge of the CLKIN input
(or rising edge on the CLKOUT pin). To ensure a
fixed conversion time use the following guidelines for
synchronization:

MAX162

For the MAX162 the RD input should go low at the
falling edge of CLKIN. In this case the conversion
lasts 13 clock cycles and the conversign time is 3.25us
when fc « = 4MHz. If the CLKIN and RD falling edges
are skewed, the skew must not be more than 50ns to
ensure the 13 period conversion time (See Figure 7).
The MSB is tried at the second clock falling edge,
leaving two clock cycles for the external sample-and-
hold to settle from hold transients.

MX7572

The MX7572 RD input can go low at the rising edge
of CLKIN. In this case the conversion lasts 12.5 clock
cycles and the conversion time is 5us when fc ¢ =
2'5MHz and 12,5015 when f, = 1MHz. The delay from
the falling edge of RD to t"he falling edge of CLKIN
must not be less than 180ns to ensure the 12.5 clock
cycle conversion time (See Figure 8). This leaves the
external sample-and-hold 1.5 clock cycles to settle
from hold transients. An additional half clock cycle of
settling can be allowed for driving the sample-and-
hold by having RD go low at the falling edge of
CLKIN, similar to the MAX162. This results in a
13 cycle conversion time (5.2us when fg ¢ = 2.5MHz,
13y3 when fCLK = 1MHZ)

CLSIXWN/COLXVN

S )

X [ [/
= T
_j. =

[
(m38)

0BI10 DB1

Figure 7. MAX162 RD and CLKIN For Synchronous Opération

Eiaﬁ_\

[/

\

/

e

'\{

180ns MIN

CLKIN

!

!

0810

Figure 8. MX7572 RD and CLKIN For Synchronous Operation
VI A XLV
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— -1 —l 1y rl— i I
e D {
Figure 10. Slow Memory Mode, Parallel Read Timing Diagram
Table 1. Slow Memory Mode, Parallel Read Data Bus Status
MAX162/MX7572 Data Outputs D11 | D10 | D9 D8 D7 D6 Ds D4 |D3M (D210 | D1/9 | DO/8
Read DB11 [DB10 | DB9 | DB8 | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DBO
8 MAXIM
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MAX162
MX7572

wjuoen
[

ACTIVE NiGH
ACTIVE WGy

ENABLE THREE-STATE DUTPUTE
DIl ... 00/8 = D8I . .. D8O
ENABLE THREE-STATE DUTPUTS
DI1...08=0BI1... D88

“WOTE: OV . .. DO/8 ARE THE ADC MATA QUTPUT PINS.
DBV ... DBO ARE THE 1Z-BIT CONYERSIN RESULTS.

Figure 9. Logic Equivalent for RD, CS and HBEN Inputs

Digital Interface

Output Data Format

The 12 output data bits can either be presented full
parallel or in two 8 bit words. To obtain paraliel output
for 16 bit processors, HBEN should be kept low and
the output data D11-DO will be right justified.

For a two byte data read, outputs D7-DO/8 are used.
Byte selection is controlled by HBEN which multiplexes
the data outputs. When HBEN is low, the lower 8 bits
are presented at the data outputs. When HBEN is high,
the upper 4 bits are presented with the leading 4 bits
being low for D7-D0/8.

Note that the 4 MSB's always appear at digital outputs
D11-DB whenever the digital drivers are enabled, re-
gardiess of the state of HBEN.

Timing and Control

Conversion start and data read operations are gon-
tralled by three digital inputs; HBEN, CS and RD.
Figure 9 shows the logic equivalent for the conversion
and data output control circuitry. A logic low is re-
quired on all three inputs to start a conversion. Once
a copversion is in progress, it cannot be re-started.
Tne| BUSY output is low during the entire conversion
cycle.

There are two modes of operation as outlined in the
timing diagrams of Figures 10-13. Slow memory mode
is intended for processors that can be forced into a
WAIT state for periods as long as the MAX162/MX7572
conversion time. ROM mode is for processors that
cannot be forced into a wait state. In both operational
modes, a processor READ operation to the ADC
address starts the conversion. In the ROM mode, a
second READ operation is required to access the
conversion result.

ITALIAN TECHNOLOGY




ITALIAN TECHNOLOGY grifo ® —— [-—0-'.‘)-0-(—0—0—-@] [l‘lUl]

Complete High-Speed CMOS 12-Bit ADC

b = g N

" {_
]1!-1— —| 5 — U f— g —a=| 15

al
CLSLXN/CO9IXVIN

Iar-——n-{t:-q— —| g — —i 7

—i 13
MTA Z 0LD DATA NEW DATA NEW DATA
067-080 0B7-DB0

T t

L= |
ol

X DB11-088

Figure 11. Slow Memory Mode, Two Byte Read Timing Diagram

Table 2. Slow Memory Mode, Two Byte Read Data Bus Status

MAX162/ MX7572 Data Outpuls o7 D6 D5 D4 D311 | D210 | D19 D0/8
First Read DB7 DB6 DBS DB4 DB3 DB2 DB1 DBO
Second Read Low | Low | Low | Low | pei | opetwo ) DB8
[
I p— gy —=| 5 f — by — t5 |-—
— 2 ticony —»f 17 | lcony |
BUSY )J(_
3 —| e 7 p— —l 3 [e— —lt;
Doom X NEW DATA
WA ————q  511-080 0B11-080

Figure 12. ROM Mode, Parallel Read Timing Diagram

Table 3. ROM Mode, Parallel Read Data Bus Status

MAX162/MX7572 Data Outputs D11 | D10 | D8 D8 D7 D6 DS Da |D3/11 |D2/10 | D1/9 | DO/8

First Read (Old Data) DB11 |DB10 | DB9 | DB8 | DB7 | DB6 | DBS | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DBO

Second Read DB11 |OB10 | DB9 | DB8 | DB7 | DB6 | DBS | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DBO
VAKXV 9
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“Yo—4.

A4
g —— &af
—

" ~f N S
— 17 - teony g ———| I7
—{laf-— —| |7 |— —Jt;l-— — I7 |- —ly|— —] {7 |-—
DATA OLD DATA R ] NEWDAR | 7= NEW DAIA ’E__
k__DB7-0B0 Jc_DB1-DBE X DB7-080
Figure 13. ROM Mode, Two Byte Read Timing Diagram
Table 4. ROM Mode, Two Byte Read Data Bus Status
MAX162/MX7572 Data Outputs D7 D6 D5 D4 D3/ D2/10 D1/9 Do/8
First Read (Old Data) DB7 DB6 DBS DB4 DB3 DB2 D81 DBO
Second Read LOwW Low LOow LOW DB11 DB10 DBg DB8
Third Read DB7 DB6 DBS DB4 DB3 DB2 DB1 DBO

Slow Memory Mode, Parailel Read (HBEN = LOW)

Figure 10 and Table 1 show the timing diagram and
data bus status for Slow Memory Mode, Paralle! Read.
CS and RD going low starts the conversion and BUSY
goes low indicating that the conversion is in progress.
Data from the previous conversion appears at the
digital outputs. At the end of the conversion, BUSY
returns high and the output latches are updated to
place thBe digital conversion result on data outputs
D11-D0/8.

Slow Memory Mode, Two Byte Read

For a two byte read, only outputs D7-D0/8 are used.
Starting the conversion and reading the 8 LSB's is
identical to the Slow Memory Mode, Parallel Read.
See Figure 11 and Table 2. A second READ operation
with HBEN high places the 4 MSB's with 4 leading
zeros on the data outputs D7-D0/8. The high byte
read does not start another conversion since HBEN is
high.

10

ROM Mode, Parallel Read (HBEN = LOW)

The ROM mode avoids placing the processor into a
wait state. A conversion is started with a READ oper-
ation and the 12-bits of data from the previous con-
version appears at the data outputs D11-D0/8 (see
Figure 12 and Table 3). This data may be disregarded
if not needed. A second READ operation will access
the results of the first operation and also start a new
conversion. The delay between successive READ
operations must be longer than the conversion time
for the MAX162/MX7572.

ROM Mode, Two Byle Réad

As in the Slow Memory Mode, only data outputs D7-
DO0/8 should be used for two byte reads. Figure 13
and Table 4 show the operation in this mode. A
conversion is started with a READ operation with
HBEN low. The data outputs present the 8 LSB'’s from
the previous conversion and this data can be dis-
regarded if not required. Two more READ operations
are needed to access the conversion result. The first
READ must be with HBEN high, where the 4 MSB's
with 4 leading zero's are accessed. The second READ
is with HBEN low, which reads in the 8 LSB's and
starts a new conversion.

VAKXV
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Interface Application Hints
Digital Bus Noise

If the data bus connected to the ADC is active during
a conversion, LSBs of error can be caused due to
coupling from the data pins to the ADC comparator.
Using the Slow Memory Mode avoids this problem by
placing the processor in a wait state during the con-
version. In the ROM mode, if the data bus is going to
be active during the conversion, the bus should be
isolated from the ADC using three-state drivers.

ROM Mode

Considerable _digital noise is generated in the ADC
when RD or CS go high and the output data drivers
are disabled after a conversion is started. This noise
will feed into the ADC comparator and cause large
errors if it coincides with the time the SAR is latching
a decision to keep or drop a bit. To avoid this problem,
RD and CS should be active for less than one clock
cycle. In other words, the RD and CS low pulse
should be shorter than 250ns for the MAX162, 400ns
for the MX7572XX05 and 1us for the MX7572XX12. If
this cannot be done, the RD or CS signal must go
high at a rising edge of CLKIN, since the comparator
output is always latched at falling edges of CLKIN.

Analog Considerations

Application Hints

Physical Layout

For best system performance printed circuit boards

should be used for the MAX162/MX7572. Wire wrap

boards are not recommended. The layout of the board

should ensure that digital and analog signal lines are

kept separated from each other as much as possible.

Care should be taken not to run analog and digital

lines paraliel to each other or digital lines underneath
the MAX162/MX7572 package.

TR MTERT]
1t

']
LL w LLs

<15V GND -1SV
'SAMPLE AND WOLD

+15¢ GMD ISV}

ANALDE
CIRCUITRY

Figure 14. Power Supply Grounding Practice

MAXIV

Grounding

Figure 14 shows the recommended system ground
connections. A single point analog STAR ground
should be established at pin 3 (AGND) of the
MAX162/MX7572 separate from the IoBic ground. All
other analog grounds and pin 12 (DGND) of the
MAX162/MX7572 should be connected to this STAR
ground and no other digital ?;ounds should be con-
nected to this STAR point. The ground return to the
power supply from this STAR ground should be low
impedance for noise free operation of the ADC.

Power Supply Bypassing
The high speed comparator in the ADC is sensitive to
high frequency noise in the Vpp and Vg5 power
supplies. These supplies should Be by-passed to the
analog STAR ground with 0.1u4F and 10uF by-pass
capacitors with minimum lead length for supply noise
rejection. If the +5V power supply is very noisy, a
small (10-20 ohms) resistor can be connected as
shown in Figure 14 to filter external noise.

Internal Reference

The MAX162/MX7572 has an internal buried zener
reference which provides the DAC reference voltage.
The reference voltage is -5.25V +1% and has a low
temperature coefficient. The reference output is
available at pin 2, and should be bypassed to analog
ground (pin 3) with a 47uF tantalum capacitor in
parallel with 0.1uF capacitor to minimize noise and
provide low impedance at high frequencies. This
by-pass capacitor must not be less than 4.7uF. The
internal reference output buffer can sink upto S00pA.

Driving The Analog Input
The input signal leads to AGND and AIN should be as
short as possible to minimize noise pick-up. If the
leads must be long use shielded cableg to minimize
noise pick-up.
The input impedance at the AIN pin is typically 2.5kQ2.
The amplifier driving AIN must have low enough DC
output impedance for low gain error. Furthermore,
low AC output impedance is also required since the
analog input current is modulated at the clock rate
during a conversion (4MHz for MAX162 and 2.5 or
1MHz for the MX7572). The output impedance of the
driving amplifier is equal to its open loop output
impedance divided by the loop gain at the frequency
of interest.

MX7572 The MX7572 maximum clock rate of 2.5MHz
makes it possible to drive it with amplifiers like the
OP-42, AD711 or OP-27. At 1MHz clock rate a MAX400
or OP-07 can also be used.

MAX162 The MAX162 with a maximum 4MHz clock
rate might cause settling problems with the above
amplifiers. An LF356, LF400 or LT1056 can be used to
drive the input. Alternatively, an emitter follower buffer
inside the feedback loop of a OP-42, AD711 or OP-27
can be used to improve high frequency output
impedance.

(AAS12
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MAX162/MX7572 to Sample-and-Hold Interface

The analog input to the ADC must be stable to within
1/2 LSB during the entire conversion for specified 12
bit accuracy. This limits the input signal bandwidth to
less than 6Hz for sinusoidal inputs, even when using
the faster MAX162. For higher bandwidth signals a
sample-and-hold should be used.

The BUSY output from the MAX162/MX7572may be
used to provide the TRACK/HOLD signal to the
sample-and-hold amplifier. However, since the ADC's
DAC _is switched at approximately the same time as
the BUSY signal goes low, the switching transients at
the output of the sample-and-hold caused by the
DAC switching may result in code dependent errors
due to the aperture delay of the sample-and-hold. A
NAND gate may be used to ensure that the sample-
and-hold switches to the hold mode BEFORE any
disturbances as shown in Figures 15 & 16. The NAND
gate solution works only_if the width of the RD pulse
is wider than the RD to BUSY delay in the MAX162/
MX7572. If this is not the case, use a flip flop which is
set by the falling edge of RD and reset by the rising
edge of BUSY.

For synchronous RD and CLKIN as described above,
the hold settling time allowed for the sample-and-
hold is 500ns, 600ns and 1.5us for the MAX162,
MX7572XX05 and MX7572XX12 respectively.

To achieve the maximum sampling rate, the MAX162/
MX7572data must be read within the time allowed for
the sample-and-hold to acquire a new input voltage.

MX7572 Figure 15 shows an AD585 sample-and-hold
to MX7572 interface. The MX7572 RD input and BUSY
output are used to put the AD585 in hold mode when
a conversion is in progress. In this example the analog
input range is £2.5V but other voltage ranges can be
configured differently as explained later.

The maximum sampling rate is 125kHz with a 2.5MHz
clock and 64.5kHz with a 1MHz clock allowing for a
3us sample-and-hold acquisition time.

Although this circuit works quite well for the 1MHz
clock rate, at the 2.5MHz clock rate a faster sample-
and-hold amplifier such as the HA-5320 is recom-
mended.

,--r—
A ——
+150 = -
Ry ln 2’ L1 5
Vg Voo f?ﬂ uF
— HoLo W_G_—n BUSY L
TS o) =
f El ! CONTROL
f = °
00 i © ¢ INPUTS
-15V = i Nk Vour ] TIAN “'E'T—"L—-—O
01 T 0F B2
+
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M o GND Vss =
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Figure 15. MX7572—AD585 Sample-and-Hold Interface
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15V >
L L .
01uF o= 10uF ° 2| & — 5V
% pr _ FF =0
< 2 ) o5 2 L
[%3 o\ =
sm -2 wl® _o |, CONTROL
° ¢ INPUTS
-'Wb—l— 5 Vs Vour ! ! AN HBEN 9 0
OluF == 10F MmAXIMN
+ HAS5320" R22 n MAX162
AT g ) MX7572
= - A Vaer oeno 12
"M
k0 2 AT == =
O +Vin * 0f
ANALDG
INPUT =
-25V TO 25V 8 AEND 3
T M ¢ GND =
8%O ¢

10.F 01F

Vss
2
-16V »—y
= ].

*ADDTIONAL PINS OMITTEQ FOR CLARITY

Figure 16. MAX 162/MX7572 —HA5320 Sample-and-Hold Interface

MAX162 Figure 16 shows the MAX162 to HA5320
interface. The maximum sampling rate is 210kHz with
a 4MHz clock which allows for a 1.5us acquisition
time. The HA5320 can also be replaced by a HA5330
for higher throughput.

Unipolar Input Operation
Figure 17 shows the nominal input/output transfer
function of the MAX162/MX7572 Code transitions
occur half way between successive integer LSB
values. The output coding is binary with 1LSB =
1.22mV (5V/4096).

Offset and Full Scale Adjustment

In applications where the offset and full scale range
have to be adjusted for the ADC, use the circuit
shown in Figure 18. Note that the amplifier shown

AKX/

could also have been a sample-and-hold. The offset
should be adjusted first. Apply 1/2 LSB (0.61mV) at
the analog input and adjust the offset of the amplifier
until the digital output code changes between 0000
0000 0000 and 0000 G000 0001.

To adjust the full scale range, apply FS-3/2LSB
(4.99817V) at the analog input and adjust R1 until
the output code changes between 1111 1111 1110 and
1111 1111 111,

Bipolar Input Operation

Bipolar operation can be achieved in two modes:
non-inverting and inverting. For both cases the am-
plifier shown in the circuits can be replaced by the
AD585 or HA5320 sample-and-hold amplifiers.
Several different input ranges are possible by se-
lecting the values for the scaling resistors as shown
in Tables 5 and 6.

13
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*ADDITIONAL PINS OMITTED FOR CLARITY

N ANALOG
N DUTPUT FULL SCALE INPUT 4oy 3
™ 4 AMPLIFIER
N CODE TAANSITION 2 i
~N n...m ns--:f X 1
k 0. ! 165k0 MAXIM
s o MAX162
n...10m Rl J I‘z:‘ b MxX7572*
! % { S 2
I s l Vier
© s/ 01 =
F$ = 5V 3
1 S |
- | / B = _FS
* 0...on s e
g 00... 010 =
00. .. 001 *ADDITIONAL PINS OMITTED FOR CLARITY
: e «*OMIT IF ERROR ADJUST IS NOT REQUIRED
o...000 o ———
' st + fs Figure 19. MAX162/MX7572 Non-inverting Bipolar Operation
FS - 118
. Table 5. Resistor and Potentiometer Values Required
AIN. INPUT VOLTAGE (IN TERMS OF L3B'S] for Offset and Gain Adjustment of Figure 19
V,, Range | R3* | R4* | R, | R, (1/2LSB FS/2-3/2LSBs
Figure 17. MAX162/MX7572 Transfer Function (Volts) | (kQ) | (k1) | (D) | (O) | (mV) (Volts)
+25 3.83 [8.25 | 500 | 500 | 061 | 2.49817
45.0 332 [ 169 | 500 [1000 | 122 | 4.99634
-t 100 | 475 [ 953 | 500 | 500 | 2.44 | 9.99268
ANALDG Notes:
INPUT  Vix * R3 and R4 have a 01% tolerance.

All resistors are standard EIA/MIL decade values.

Page 54

Figure 18. Full-Scale Adjustment

Figure 19 shows the bipolar operation in the non-
invertin%_ mode, where the output coding is offset
binary. Figure 20 shows the ideal transfer function
for this mode.

Figure 21 shows the bipolar operation in the inverting
mode, where the output coding is complementary
offset binary. Figure 20 shows the ideal transfer func-
tion for the circuit in Figure 21.

The resistors used in bipolar applications should be
of the same type and from the same manufacturer to
obtain low temperature drifts. 0.1% resistors are
recommended for applications where offset and full
scale adjustments must be made in bipolar circuits. If
high tolerances are used, larger value potentiometers
must be used and this results in poor sensitivity and
higher temperature drifts.

“

——$ 55
INVERTING NONINVERTING
FIGURE 21 FIGURE 19
m...mp |
/
LIBRRLLE Lo~
7 Ly -
100...010+ Lq
100...001 1 jiﬁ Lq
100...000 [— — — — == —f=—jmpl— — :E; —_———
oL 1t H 3'"'“
ol ... 10+ L4
o1 ... 100+ L4 L
T L5 =
000...001 + L
000.... 000 ——
¥ w .Js_—_'
Vin INPUT VOLTAGE

Figure 20. Ideal Input/Output Transfer Characteristic for
the Bipolar circuits in Figures 19 and 21.
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Complete High-Speed CMOS 12-Bit ADC

Offset and Full Scale Adjustment Chip Topography

Offset should always be adjusted before full scale.
For both circuits apply +1/2LSB to the analog input
(see tables 5 and 6) and adjust Rz until the output

code flickers between the following codes: " |3021&2: I i
X m;
For Non-inverting (Figure 19) 1000 0000 0000
1000 0000 0001

AGNO Ve AN Voo Vss BUSY

For inverting (Figure 21) 0111 1111 111
0111 1111 1110

Apply FS-3/2LSB (see tables 5 and 6) to the input and
adjust Rg until the ADC output code flickers between
the following codes:

CLSLXN/C9LXVIN

For Non-inverting (Figure 19) 1111 1111 1110
1111 1111 1111
For inverting (Figure 21) 0000 0000 0001
0000 0000 0000

AIN

MAXIMN

AGND

: - MAX162

ng Ve aF | MX7572*
r- Vner

“ADDITIONAL PINS OMITTED FOR CLARITY

Figure 21. MAX162/MX7572 Inverting Bipolar Operation

Table 6. Resistor and Potentiometer Values Required
for Offset and Gain Adjustment of Figure 21

V,, Range| R1* | R2* [R3* [ R, [ R, [1/2L8B Fs/2-3/2L5B4]
(Volts) |(kQ2) |(kQ) (kD) [ (D) | () | (mV) (Volts)
25 20 |20.5|42.2 |2000|1000| 0.61 2.49817
+50 20 110.2| 21 |1000|1000] 1.22 499634
+10.0 20 [511 (105|500 |1000| 244 9.99268

Notes:
* R1, R2, and R3 have a 0.1% tolerance.
All resistors are standard EIA/MIL decade values.
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__Ordering Information (continued)

N

=~ . ERROR

m PART TEMP. RANGE PACKAGE (LSB)

IN. | 5us CONVERSION TIME

* MX7572JNO5 0°C 10 +70°C___Plastic DIP +1
MX7572KNO5 0°Cto +70°C  Plastic DIP +1
MX7572LNO5 0°Cto +70°C  Plastic DIP +1/p
MX7572JCWGO5  0°C to +70°C _ Wide SO £1

O MX7572KCWG05  0°Cto +70°C  Wide SO +1

- MX7572LCWG05  0°Cto +70°C Wide SO 12
MX7572AQ05 -40°C to +85°C CERDIP +1
MX7572BQ05  -40°C to +485°C  CERDIP *1
MX7572CQ05  -40°C to +85°C  CERDIP /o

: MX7572SQ05  -55°C to +125°C_ CERDIP +1
MX7572TQ05  -55°Cto +125°C  CERDIP +1
MX7572UQ05  -55°C to +125°C  CERDIP £1/p
12us CONVERSION TIME
MX7572JN12 0°C to +70°C Plastic DIP +1
MX7572KN12 0°Cto +70°C___ Plastic DIP 1
MX7572LN12 0°Cto +70°C Plastic DIP £/
MX7572JCWG12  0°Cto +70°C  Wide SO +1
MX7572KCWG12  0°Cto +70°C  Wide SO +1
MX7572LCWG12 0°Cto +70°C  Wide SO 12
MX7572AQ12  -40°Cto +85°C  CERDIP 21
MX7572BQ12  -40°C to +85°C _ CERDIP +1
MX7572CQ12  -40°C to +85°C  CERDIP +1/p
MX75725Q12  -55°C to +125°C__ CERDIP +1
MX7572TQ12  -55°C to +125°C  CERDIP +1
MX7572UQ12  -55°C to +125°C CERDIP +1/p

*All devices—24 lead packages

ITALIAN TECHNOLOGY

Maxim cannot assume responsibility for use of any circuilry other than circuitry entirely embodied in a Maxim product. No circuit palent licenses are

implied. Maxim reserves the right to change the circuilry and specifications without nolice at any time.
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